
1. はじめに

自動車の電子化の進展は著しいものがある。1980年から

1990年までの 10年で回路数は約 4倍，ワイヤーハーネス調
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2. 回路基板タイプJBの熱設計

回路基板タイプに限らず JBの熱設計の根幹をなすのは以下

である。

・総発熱量と放熱能力の関係

・回路部のジュール熱による局所の温度上昇

・実装部品類の発熱による局所の温度上昇

以下回路基板タイプ JBの例に即して簡単に整理しておく。

（1）総発熱量と放熱能力の関係

総発熱量を各部の発熱量の総合計として見積もり，その値を
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[W]とおく。平均熱通過率をα[W/m2








